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基本資料

閎康科技股份有限公司( 下稱：閎康科技)由謝詠芬博士於 ���� 年於新竹縣竹北市設立，實收資本額為新台幣 �.�� 億
元，營業內容係屬半導體相關之材料、化學和故障分析之知識經濟產業，在 ���� 年成立之初，即獲得經濟部工業局專
函核准得提供研發服務和智慧財產權服務。謝詠芬董事長為材料博士，擁有 �� 年以上相關經歷，歷任工研院電子所工
程 師、美 國 貝爾 實 驗 室(B e l l  L a b s)  博 士後 研 究 員、聯 電 品 質 暨 可 靠 度 保 證 部 資 深 經 理，歷 練 產 業 別 包 括：

閎康科技為具備完整材料分析、故障分析及可靠度測試的獨立專業實驗室，主要提供積體電路、平面顯示器、光電產
業、測試封裝、奈米元件材料等高科技產業之上、中、下游材料及電子元件廠商所需之產品研發、製造與品質管理分
析服務，詳細基本資料如表�-� 所示。

IC(Si)、TFT-LCD、LED(III-V, II-VI)、LCOS、GaAs、Ge/ Metal contacts system。

閎康 科 技 股 份有限公司

其他電子業

新台幣  �.�  億 元

新台幣  ��.�  億 元（ ���� 年 ）

謝 詠芬

新 竹 市東區 力行 一路 一 號� A �

�� ��.��.��

� � � �人（全 球）

公 司 名 稱

行 業 別

實收資本額

營 業 額

負 責 人

總公司地址

公司設立日

員 工 人 數

表�-�：閎康科技基本資料
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閎康科技為貼近服務客戶，目前於台灣 (新竹科學
園區矽導實驗室、展業實驗室、金山實驗室、竹北台
元科技園區、台南南科實驗室)、上海 (張江高科技園
區、金橋工業園區)、廈門 ( 高新技術產業開發區)
、深圳(甲岸科技園區)及日本名古屋、熊本、北海道
等地設置服務據點 (圖 �-� )，詳細關係企業組織圖
如下(圖 �-� ) 所示。

閎康科技於 ���� 年在台灣掛牌上櫃 (����, TW) ，
以技術及成本優勢，進攻歐、美、日、及大陸市場

，為 全 球 相 關 產 業 各 知 名 大 廠 提 供 檢 測 分 析 服
務，並 成 為 全 球 頂 尖 第 三 方 獨 立 專 業 分 析 實 驗
室。閎 康 科 技 在 材 料 分 析 領 域 已 成 為 國 際 領 導
廠 商 之 一，逐 漸 取 得 國 際 級 半 導 體 廠 商 之 訂 單

，目前客戶分佈在全世界各區，包含台灣、中國、
美國、日本、新加坡、馬來西亞等地區，業務亦拓
展至歐洲地區，海外 比重正快速增加中。台積電

、日 月 光、日 立 先 端、華 為 至 歐 美 大 廠  Nvidia、
Qualcomm 、 Apple 、 Broadcomm 、 intel 等，皆
為公司重要客戶( 圖�-� )。
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圖�-�：服務據點

圖�-�：關係企業組織圖 ( 出資比例 )

組織簡介

圖�-�：全球客戶群
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經營理念

閎康科技永續經營和長期發展的營運架構在四個理念上，期許有科學園區的地方就有閎康科技，針對四個理念的詳細
說明如圖�-�所示。

圖�-�：里程碑與年度成長

圖�-�：閎康社會定位

閎康科技的營收逐年成長 ， ���� 年營業額達 ��.� 億元 ，
成立至今之年複合成長率高達��%( 圖�-� ）。
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���� 年 � 月，閎康科技於新竹科學園區成立矽導實驗室，除將過去所屬材料分析機台集
中管理提供技術服務外，並持續投資先進分析設備。目前閎康科技已然成為國際科技業
的貴儀中心，服務的客戶國內各類產業領廠商外，更提供材料分析技術服務給歐、美、日
等先進開地區；客戶群涵蓋半導廠、汽廠、學術研究單位及設備製造商。閎康科技，是全
球的專業策略夥伴和互補實驗室。

...

閎康科技的分析檢測系統如人體的醫療體系一樣，從理科檢查、內科診療、外科手術、到醫
學中心的病理研究;對失效樣品,進行非破壞性檢測、電性分析、物性分析到材料分析。藉
由相同的診斷邏輯進行詢、分析、修補，提供客戶醫療級的分析檢測服務，成為科技界的
高品質醫學中心。

...

閎康科技扮演產業界的研服務中心，主要業務在於供應鏈上 IC 設計、製造、封裝、測試等各
階段所需的分析服務。為了能夠與客户緊密結合、更貼近客戶提升服務，閎康科技陸續在竹
北台元科技園區、新竹科學園區、南科學園區、上海張江高科技園區、廈門湖里區紮根，
並於 ���� 年進軍日本名古屋成立材料分析實驗室。在科技產業的未來發展上，閎康康科技
帶給客戶親切，標準化與效率化的高品質分析服務。

...

在 ���� 年成立之初，閎康即獲得經濟部工業局專函核准得提供研發服務和智慧財產權
服務，並通過 ANSI/ESD S��.��、ISO���� ( 管理) 、ISO����� ( 資訊安全)、IECQ����� 
(Lab Ac-creditation) 、TUV Nord Recognition ( 車用)、ISO����� (IT Security Evaluation)、
台灣智慧財產管理制度 TIPS A 級驗證，以及國際大廠客戶的現場稽核。 本公司顯微尺
寸量測結果為少數可回溯至美國國家標準研究院 (National Institute of Standards 
and Technology, NIST) 驗證的量測標準片之獨立實驗室，可以為客戶提供國際級高品
質認證的精確分析數據，是半導體、高分子、電子、金屬、陶瓷、奈米材料等各產業共
同的技術研發平台及品質保證實驗室。

...
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表�-�：發展里程碑

����������������

通過 ���� 年台灣智慧財產管理制度 TIPS A 級驗證

榮獲〈台灣董事學會〉中堅潛力企業獎

謝詠芬董事長榮獲 〈亞洲金選獎〉 傑出管理者獎

謝詠芬董事長榮獲 〈哈佛商業評論〉
台灣最佳上市櫃女性CEO ��強

與清華大學簽訂MOU，攜手推動清大永續學院成立

新設立日本北海道實驗室

榮獲 台灣董事學會〉 外資精選台灣���強

榮獲 〈富比士〉 亞洲最佳中小企業

閎康科技化學實驗室通過水中金屬檢測能力認證

設立閎康技術檢測(蘇州)有限公司

新設立日本熊本實驗室

榮獲第 � 屆卓越中堅企業獎

榮獲第 �� 屆〈APEA〉傑出企業獎

謝詠芬董事長榮獲〈APEA〉卓越企業領袖獎
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股票上櫃，股票代號 ����



閎康科技是涵蓋電子、電機、材料分析實驗室為內涵的技術服務公司。其核心技術在於將稀有的貴重儀器操作服務，結合顧問與
諮詢的功能，準確、正確地提供各種試片製備服務，滿足客戶在研發電子產品和開發新材料結構、新製程時的分析需求，將傳統
耗時費力的實驗研究手段，有效地轉化為標準的商業化服務；並導入製造業生產管理手法，以簡易的品質管理指標，承諾客戶合
理的成功率和交期。目前每月分析服務件數超過 ���� 件，多數服務項目的交期都在 �� 小時以內。

閎康科技分析服務的主要業務包括材料分析(Materials Analysis, MA)、故障分析 (Failure Analysis, FA)、可靠度分析 (Reliability
Analysis, RA) 及化學分析 (Chemical Analysis, CA) 等，其可完整提供包括積體電路、測試封裝業、光電產業、平面顯示器業、奈
米元件材料等高科技產業的上、中、下游的廠商 ( 圖�-� )，如台積電、聯電、高通、NVIDIA、博通等廠商於產品開發及生產製造
所需之分析檢測服務。

閎康科技擁有全球最完備的材料分析實驗室，全面性提供高科技相關產業各項檢測及分析服務。善盡企業社會責任，關懷員工、
重視以人才為本之企業文化；致力環境永續與能源節約，參與社會慈善公益，經營管理亦獲得各界的肯定，歷年來企業屢屢獲
獎，重要獎項如下。

Forbes Asia  富比世

台灣董事學會
企業發展研究中心

MOEA 經濟部

����������������

�����
	�����
�����


中堅潛力企業獎
Mittelstand 
Potential Award

����������
����������
	
����	

4
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閎康科技係專為半導體上中下游產業供應鏈提供迅速並有效的半導體相關檢測分析服務，在供應鏈中游晶圓代工廠(Foundry 
Fab) 之晶圓產出 (Wafer Out) 後、在供應鏈下游封裝測試廠 (Outsourced Semiconductor Assembly Testing) 之後段測試 (Final 
Test)後或甚至到系統廠 (System House) 組裝後之測試，提供各種可靠度分析(Reliability Analysis)、故障分析(Failure Analy-
sis) 及材料分析(Materials Analysis) 等服務，協助半導體上中下游產業供應鏈各廠商迅速完成產品定案、修正生產參數、提升產
品良率、提供後續產品設計修正改進的建議，如下圖所示。

-

股東會

董事會

董事長

閎康科技總公司

闳康技术检测
（上海）有限公司

闳康技术检测
厦门分公司

閎康科技
竹科分公司

閎康科技
南科分公司

日本マーテック
株式会社

稽核室

品質系統處

可靠度工程
事業群

材料分析
事業群

故障分析
事業群

化學分析
事業群 研發中心 業務發展

事業群 總管理中心 財會中心

設備工程處 採購處廠務暨擴建
工程處人力資源處專案管理處技術行銷處晶片線路修補處表面分析處TEM處

資訊中心

總經理室

環安處

審計委員會

薪酬委員會
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核心技術分析

IC電子產品製程愈來愈精密，產品功能愈複雜的趨勢下，需要資本密集以投入次世代的分析設備。技術品質除了性能優良的設
備與優秀的分析製備技術外，經驗豐富的工程人員更是成功不可或缺的一環。由於產品設計階段，樣品數稀少而珍貴，如何利用
有限的樣品數，提供快速的分析服務找出設計的問題所在，才能具有競爭優勢。而閎康科技擁有在各個高科技產業深具經驗的菁
英團隊，所開發出的各項專業分析技術，已經引領此領域的相關產業走向更高品質的知識服務導向。公司擁有在半導體、
TFTLCD、光通訊、奈米研究、太陽能電池等產業經驗豐富的員工，除了能精準找出產品問題所在，與客戶共同研發新型分析技
術，更可以提供客戶更高附加價值的智權策略服務。

為強化產業領導地位，並維護得之不易的先進技術成果，閎康科技於���� 年導入TIPS 管理制度，期望透過TIPS 智財管理制度的
落實，擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產發展策略，運用標準化研發作業流程管理，經由專利檢索、奬勵制度、教育
訓練等執行層面的落實，引領研發團隊將開發出來的各項創新分析技術轉化成公司的專利智財資產，藉以提供客戶更高附加價值
的智權策略服務。同時，也希望進一步藉由智財揭露制度的建置，對外提供更完整充足的智財資訊，使相關投資人及客戶能夠藉
以深入了解公司強大的智財能量。此將有助於強化企業創新專業的形象，吸引更多訂單或投資，有效提升公司的營收成長，並成
為全球科技產業最佳的研發夥伴。

另外，為有效保障客戶機密及公司研發成果，並避免因營業秘密受到侵害造成經營管理之風險，閎康科技自����年也逐步展開
「機密資訊管理制度」導入。目前公司已成立「機密資訊管理組織」，授權其負責推動機密資訊管理制度所建置之各項程序之管
理、執行與落實。同時，也已完成了「機密資訊管理規範」之制訂、並正式公佈實施。藉由該管理規範所列之保密規定與措施，
確保公司的各類重要資訊，包括商業經營策略及技術創新等內容，均能得到妥善及適當之保護。

核心技術分析

材料分析 故障分析 可靠度測試

基本資料與組織簡介
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39% 31% 30%

透過物理性與化學性方式，查看材
料結構狀況，找出影響產品功效原
因，協助客戶找出解決方法。

協助客戶發現故障發生原因，並採
取矯正措施解決與預防再發生。

研究元件並利用數學統計分析、評
估改善，期能預測元件生命週期，
再將分析結果反應於製程上。

主要銷售區域 主要銷售區域

台灣、中國、歐美、日本 台灣、中國、歐美、日本

主要銷售區域

台灣、中國、歐美、日本
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市場規模：億美元WSTS / SIA / Deloitte 等機構共識區間估算
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年成長率：％
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(�) 全球半導體產業現況

���� 年上半年，全球半導體市場延續 ���� 年的強勁復
甦走勢。根據 WSTS 的最新預估，���� 上半年市場規
模約達 �,��� 億美元，呈現顯著年增長。雖然不同研究
機構在統計資料上略有差異，但整體趨勢顯示，生成式 
AI、資料中心擴建及高效能運算（HPC）需求仍是推動
市場持續增長的主要動力。

回顧 ���� 年，全球半導體產業已創下亮眼成績。根據 
Semiconductor Industry Association (SIA) 統計，
���� 年全球半導體銷售額達約 �,��� 億美元，較 ���� 
年成長 ��.�%，第四季單季更達 �,��� 億美元，顯示需
求全面回溫。產品結構方面，邏輯晶片（Logic）以 �,��� 
億美元居各類別之首；記憶體（Memory）則成為年度最
大亮點，全年銷售達 �,��� 億美元，年增率高達 ��.�%
，其中 DRAM 更達 ��.�% 的年成長，反映記憶體行情與
需求的明顯好轉。

市場動能的轉強，也推動製造端的資本支出提升。產業
報告指出，���� 年下半年全球 IC 銷售與 CapEx 已出現
回升，尤其記憶體領域的投資季增表現最為明顯。展望 
���� 至 ���� 年，全球半導體業者持續擴增先進製程、
先進封裝與成熟製程（� 吋 / � �吋）產能。美國、歐洲、
日本與東南亞更因政策補貼及供應鏈地緣風險考量，
成為區域化投資的重要據點。

從需求面來看，半導體應用正快速擴大並多元化。除了
傳統消費電子產品回穩之外，AI 伺服器、高效能運算、
電動車與車用電子、功率半導體（如SiC）、物聯網等領
域 皆 成 為 推 升 市 場 的 重 要 引 擎 。 國 際 顧 問 機 構 如 
Deloitte、KPMG 等均強調，AI 是 ���� 年半導體產業
成長的核心驅動力，而人才缺口及地緣政治仍是企業在
全球布局時面臨的主要挑戰。

整體而言，���� 年的強勢復甦為 ���� 年奠定扎實基礎
。在邏輯、記憶體與新興應用需求的三重支撐下，全球
半導體市場不僅創下歷史新高，亦正式步入下一輪由 AI 
與資料中心驅動的成長週期。

(�) 我國半導體產業現況

台灣於 ���� 年在全球半導體產業鏈中仍占據戰略樞紐
位置，特別在先進晶圓代工與高階封裝領域，其技術能
量與產能佈局持續深化。以台積電為核心的台灣供應生
態系，正持續推進 �nm、�nm 以及下一世代 �nm 製程
技術的量產布局，同時積極擴張 CoWoS、InFO、SoIC 
等先進封裝產線，以支撐 AI、HPC 與資料中心對高頻寬
封裝的爆發性需求。

目前台灣在全球晶片生產布局中，仍保有不可取代的技
術與產能優勢。根據官方統計與產業研究機構的預測，
���� 年台灣 IC 產業總產值將維持於高檔區間，其中晶
圓代工與封裝測試仍為主要成長引擎。生成式 AI 與資料
中心擴容帶來的算力需求，使先進節點晶圓與高階封裝
呈現供不應求的態勢，而 �nm、�nm、�nm 等節點的
全球可用產能高度集中，使各領先廠商之間的競爭態勢
加速走向技術與產能的雙軌競逐。相較之下，成熟製程
（尤其是 � 吋平台）在汽車電子、工控與電源管理 IC 等
應用需求支撐下，維持溫和且穩定的利用率。為因應供
應鏈區域化與多區域製造的長期趨勢，許多台灣成熟製
程代工業者，正加速推動跨國合作與海外擴產布局，以
提升供應彈性與就近服務能力。例如，聯電 (UMC) 已與
美國公司 Polar Semiconductor 簽署備忘錄，探討在美
國生產 � 吋晶圓；世界先進(VIS) 也與歐洲晶片廠商合作 
於新加坡興建 �� 吋晶圓廠，以擴展海外產能、強化區域
供應彈性與競爭力。這樣的跨國合作，正體現成熟製程
代工與海外布局策略。整體而言，台灣半導體產業正處
於先進技術深化、本地供應鏈強化與海外製造策略化布
局三者並進的階段，並在全球價值鏈重組過程中持續擴
大其技術與產能影響力。

從全球產業視角來看，台灣半導體於 ���� 年之後已重
新回到成長軌道。各項產業統計顯示，台灣依循其成熟
的專業分工模式與高度整合的供應鏈體系，在全球半導
體產值中維持僅次於美國的地位，並在晶圓代工、IC 設
計、封裝測試、材料與設備等領域形成完整且具競爭力
的生態系。伴隨 AI、雲端運算、車用電子與物聯網等應
用的快速擴展，台灣業者的角色已從傳統的製造與封測
中心，進一步深化至先進製程、高效能運算及 AI 伺服器
所需之先進封裝的核心供應鏈環節。多份國際研究與機
構分析亦指出，在 AI 驅動的技術升級及全球供應鏈結構
調整的背景下，台灣半導體產業於 ���� 至 ���� 年的國
際影響力與議價能力呈現持續提升的趨勢。

然而，產業亦面臨持續演變的外部風險。地緣政治緊張
、出口管制強化以及美中科技競爭，正驅動全球供應鏈
快速重組。主要經濟體（美、歐、日、韓、台）積極推
動在地化與多源化供應策略，促使 ���� 至 ���� 年全球
半導體製造與資本投資布局出現結構性重整。在此背景
下，高階封裝因 AI 晶片需求大幅攀升而出現階段性供應
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限制；同時，工程與製造人才不足、特種原材料與關鍵
設備產能受限等因素，也對業界擴產能力與中長期競爭
力構成結構性挑戰。對台灣而言，如何維持先進製程與
封裝的技術領先、提升供應鏈韌性、強化本地人才培育
體系，以及在美中競爭加劇的情勢下維繫國際客戶信任
，將成為未來數年的核心課題。

整體觀察，���� 年象徵全球半導體產業自 ���� 至 ���� 
年調整期後的明顯回升，並形成多項具長期影響力的結
構性趨勢：記憶體與邏輯產品需求同步增強、AI 與 HPC 
推動伺服器市場全面升溫、供應鏈區域化加速、資本支
出重回成長但競爭更趨激烈。進入 ���� 年，全球半導體
產業將步入由生成式 AI 與資料中心擴建帶動的新一輪成
長周期。在此過程中，台灣憑藉其先進製程與先進封裝
能力，以及高度完備的供應鏈生態系，持續保持不可替
代的戰略地位，並在全球半導體價值鏈中的影響力進
一步提升。

(�) 閎康科技所屬產業現況及挑戰

當前全球半導體產業正處於技術快速演進與應用多元化
拓展的關鍵階段。閎康科技所屬的半導體分析與檢測領
域，受益於全球半導體市場復甦，以及生成式 AI、高效
能運算（HPC）等高端應用對晶片可靠度與材料解析的
持續需求。然而，地緣政治緊張、供應鏈重構及高階技
術人才短缺等因素，也對產業發展形成長期挑戰。對閎
康科技而言，產業現況的影響可概括如下：

�. 高階材料分析與可靠度測試需求增長

隨著製程持續微縮、異質整合與先進封裝技術推進，
半導體元件結構日益複雜，對材料特性、結構完整性
及失效機制的解析需求顯著提升。閎康在穿透式電子
顯微鏡（TEM）、聚焦離子束（FIB）、失效分析與壽命評
估等領域具備核心技術能力，可提供先進製程驗證所
需的關鍵技術支援。

�. AI、HPC 及車用電子推動高規格驗證需求

AI 與資料中心晶片對效能及可靠度要求極高，車用電子
產品需符合 AEC-Q��� 車規標準。閎康科技在長期可靠
度測試與異常失效分析方面具備領先優勢，能滿足高端
應用對第三方技術驗證的嚴格規範。

�. 晶圓代工與IC設計公司對分析服務依賴增強

隨著半導體公司聚焦核心設計並加速產品上市，對專業
分析實驗室的需求日益增長。閎康科技憑藉快速反應能
力與技術專長，提供即時、精準且具彈性的客製化服務
，成為客戶產品驗證流程中的重要合作夥伴。

�. 地緣政治與供應鏈在地化帶動區域化分析需求

全球供應鏈重組與地緣風險推動各國半導體在地化生
產。閎康科技在台灣、中國及日本的據點布局，提供
區域製造業技術驗證與品質保證支援，進一步強化其
在亞洲半導體生態系統中的戰略地位。

�. 早期研發階段的技術驗證參與

為降低量產風險及優化設計流程，半導體公司日益在
產品開發初期導入第三方分析資源。閎康科技持續強
化先進材料、介面結構與失效機制的研究能力，有助
於在研發初期與客戶建立深度合作，提升產品成功率
及信賴度。

因應前述產業趨勢與挑戰，閎康科技在市場與技術面布
局的重點策略如下：

�. 強化在地服務與全球據點布局

積極拓展台灣、中國及日本等半導體核心地區的實驗室
與服務據點，提供快速、靈活的技術支援，並深化與晶
圓代工、IC設計公司及封裝測試廠的合作網絡。

�. 聚焦高成長應用領域

專 注 於 A I 晶 片 、 車 用 電 子 、 矽 光 子 及 寬 能 隙 半 導 體
（SiC、GaN）等關鍵市場，提供客製化失效分析與可靠
度驗證服務，滿足高階應用對技術精度及可靠性的需求。

�. 建構策略聯盟與產業合作網絡

與晶圓代工廠、設備供應商及學研機構建立長期合作，
提前掌握技術節點轉換趨勢，並共同開發次世代驗證解
決方案，持續提升整體技術競爭力。

藉由這些策略，閎康科技不僅將深化其在先進製程與高
階封裝分析領域的領導地位，也將持續擴張在全球半導
體生態系的戰略影響力。
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當半導體製程線寬逐漸縮小時，現有鰭式場效電晶體 (FinFET) 結構的垂直設計將會碰上空間跟技術上的挑戰，其發展也因而面臨了
須再進化的階段。而下一世代「環繞式閘極結構」(Gate-All-Around, GAA) 的鰭式電晶體節點構造，將取代目前鰭式場效電晶體，
成為市場主流技術。而隨著高頻通訊、電動車的時代到來，第三代寬能隙半導體市場成了兵家必爭之地，其重要應用產品包含 �G 通
訊晶片型電源轉換器，微型電源轉換器及車用高電壓電源供應器等。第三代半導體技術的快速發展，產業鏈包括晶圓、磊晶、元
件設計、元件製造到封裝的研究開發與良率改善等，其故障分析與材料析的需求也日益迫切。

在新興科技方面，隨著矽光子技術的快速發展，其在資料傳輸、雲端運算及高效能運算（HPC）中的應用正日益受到重視。矽光子
整合光學與電子元件於單一晶片上的能力，不僅能顯著提高數據中心和通訊網絡的傳輸效率，也具備降低功耗與成本的潛力。閎康
科技基於市場需求及技術趨勢，正積極規劃矽光子技術相關的分析服務，包含半導體先進製程結構、材料組成分析及缺陷檢測，並
強化矽光子晶片的品質及可靠性驗證，協助客戶搶占新興市場先機。另外， AI 人工智慧發展也是近幾年資通訊產業最關注的議題。
半導體產業相關晶片的 HPC 高效能算能力大幅提升，預期此將帶動 AI 人工智慧更為廣泛的被應用到各個領域，工業 �.�、智慧城市
新零售、智能家居，並於未來普遍應用到日常生活中，帶來大規模的新興產業商機。

基於上述對於半導體市場發展趨勢的觀察，並考量既有客戶的產品分析需求，閎康科技在研發策略及方向上規劃，短、中、長期內
容說明如下：

研發策略與資源
基本資料與組織簡介

短 期 中 期 長 期

因應半導體產業技術發展的急切
需求，短期研發方向以開發五大
類別高值產品「寬能隙半導體」、
「GAA電晶體」、「先進封裝」、
「矽光子晶片」、「AI處理器」所
需之創新分析技術及設備為主。

研發策略與資源PAGE　��



閎康科技自創立以來即相當注重員工的研發能力，全球員工中，平均
研發人才佔總員工的 �.�% 以上；再以學歷作為區分，專精實務技術
的專科人才占比約 ��%，而深入扎根基礎理論的碩博士研發人才合計
也達到約 ��%，這也佐證了閎康科技延攬高級人才的理念。

此外，閎康科技長期協助高科技產業在先端技術的分析檢測需求，
獲得業界的好評與信賴。自����年起，攜手科技部針對台大、清大
、陽明交大、中央、中興、成大、中山、台師大等八所國立大學成
立產學合作計畫， 提供每年新台幣 �,��� 萬元的研發經費，補助��
件專案，以支持國內學術界在創新元件、材料及創新構想的先期
研究及開發，並提升學界研發過程中的分析技術。

目前產學合作計畫的執行，已順利邁入第五年。����年的第五屆產學
合作計畫徵稿於�月初正式啟動，並在�月中旬時公告核定合作教授名
單。隨後，在��月�日也成功舉辦了期初交流會，誠摯邀請約��位獲
選合作案的教授及其研究團隊前來閎康科技總公司參訪。

本期 ��� 年度計畫申請踴躍，各校提出的計畫涵蓋範圍廣泛，研究主
題包含半導體材料、先進元件與製程、量子計算、矽光子、�G通訊、
新能源、太空輻射、記憶體、感測器、安全晶片、高熵材料、奈米醫
藥（K-kit）及 AI 等前沿科技領域，展現出國內學術界的研究能量與多
元創新。而因應全球綠能與永續發展趨勢，「新能源」研究領域申請
件數顯著增加，與「先進材料與封裝」並列為最熱烈的申請主題。

閎康科技將產學合作視為永續經營的核心策略，聚焦人工智慧、矽光
子、電動車、安全晶片、低軌衛星、綠能環保及奈米生醫等前瞻技術
領域，並聘請國內外專家學者擔任顧問，涵蓋生物醫學、失效分析、
表面分析、可靠度分析及靜電測試等技術類別。公司透過資源支持與
專業檢測，協助學界研究成果加速轉化為實際創新，並積極推動論文
發表、專利布局及產業鏈結，創造最大產業價值。未來，閎康科技將
持續深化與學界的長期合作，鼓勵教授踴躍申請計畫，確保產學合作
持續推動與規模擴大，實現產學雙贏與共榮藍圖。
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(截至��月底)

研發費用 223.5 265.9 289.7

總營收淨額 3,974.0 4,809.0 5110.4

占總營收淨額比例 5.6% 5.5% 5.7%

研發費用/
公司成本支出占比 6.9% 6.6% 6.6%

企業研發資源成果

���� 年公司投入研發之經費與研發投資額占整體營業額之比
例，如表 �-� 與圖 �-� 所示。相較 ���� 年至 ���� 年，���� 
年的研發占比略為下降，主要原因是公司基於總體投資發展
策略的考量，調整並降低中國大陸部分實驗室之研發資源投
入。然而，公司整體研發投入仍維持在 �.� %以上，展現持續
深化技術能量的決心。  　　　　　　　　　　　　　　

智財目標

依據 TIPS 規範落實研發管理流程、獎勵智財申請、並逐
步強化員工在智財與機密保護方面的教育訓練。據此，
每年增加專利申請數量成長至少 ��%，再者，為了讓
客戶及投資人完整了解公司研發方向及智財成果，擬
定智財揭露機制並公開智慧財產報告書。

智財策略

落實 TIPS 管理制度的執行，獎勵智慧財專利申請
、並且持續精進機密資訊管理制度，藉以全面強化
員工在客戶機密資訊保護及智財管理方面的認知，
並提升專利知識的品質與數量，以確保自身研究開
發成果，維持公司於業界的創新研發與技術領先優
勢。

研發中心與業務部門密切合作，藉由業務團隊對未來
市場的專業分析，擬定結合公司營運目標與研發資源
的智慧財產發展策略，朝高價值與具基礎產品布局核
心分析技術專利，藉以形成技術壁壘，保障公司研發
成果及其權利，並創造未來價值與競爭力。

閎康擁有在各高科技產業累具經驗的技術菁英團隊
，面對客戶因難之特殊分析需求時激盪出創新技術
構想。運用標準化研發作業流程管理，結合專利檢
索、獎勵專利、教育訓練等技術管理要項，引領研
發團隊將開發的各項創新分析技術轉化成公司的專
利智慧資產，提供客戶更高附加價值的智慧財策略
服務，強化閎康在全球市場之優勢地位。

深化TIPS智財與機密資訊管理制度的執行，並成立專
責智財管理與法務部門。依據公司營運目標與研發資
源的智慧財產發展策略，對所需技術智財進行完整
專利布局。

持續精進智慧財產取得、保護、維護與應用等管理系
統與措施，將專利資產經由授權、移轉、或是將其發
明內容應用於分析服務技術或是產品上。充分活化智
財應用，使其實際轉化成營收獲利，成為維持公司永
續發展的競爭力。透過智財揭露機制，持續展露公司
之智財實力及競爭優勢，穩固既有合作關係並挹注投
資動能。

閎康科技作為具高度技術門檻的分析檢測實驗室，長期專注
於稀有且昂貴的精密分析儀器之應用技術開發，並結合專業
顧問的技術諮詢能量，精準提供多元的試片製備與分析服務
，以支援客戶在電子產品研發、新材料結構設計及製程開發
上的關鍵需求。　　　　　　　　　　　　　　　　　

智財策略管理與成果應用 
智財策略與目標

短 

期

中 

期

長 

期
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209.9
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智財策略

(�)台灣智慧財產管理制度

閎康科技為強化產業領導地位並維護得來不易
的先進技術成果，自 ���� 年 � 月 �� 日起正式
導入「台灣智慧財產管理制度（TIPS）」，並
於同年 �� 月 � 日首度通過 A 級驗證審查。迄今
制度已穩健運作近五年，透過專利檢索、獎勵
制度與教育訓練等機制的持續落實，成功引導
研發團隊將創新分析技術轉化為公司的專利與
智財資產。　　　　　　　　　　　　　　　

隨著 TIPS 制度日益成熟並展現良好成效，為降低
外部稽核對營運的干擾及節省行政資源，經最高
管理階層 (總經理) 指示，自 ���� 年起將不再申
請資策會 TIPS A／AA 級資格認證，改以自主強
化管理機制，持續推動制度優化。為確保自主管
理與內部稽查能更完善落地，本公司於 ���� 年
安排 � 位 TIPS 工作小組成員參加外部教育訓練
並取得 TIPS A 級自評員資格；同時， TIPS 管理代
表亦已於去年完成進階課程，取得 TIPS AA 級自
評員資格。
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智慧財產權清單資料包含公司所擁有之專利與商標，專利包含發明專利與新型專利經核准與申請中的數量，並
且針對各國專利之數量個別記錄；商標包含經核准與申請中的項目，各資料數據係統計至 ���� 年 �� 月 �� 日為

基準。

閎康科技的優勢在於領先競爭同業的高階技術服務，因此並非以提升申請專利數量為主要目標，而係以申請具有
高品質、高穩定性、高價值之專利為策略，重視於所申請專利之進步性及有效性，尤其將資源集中投入於分析測
試領域專利之研發。

截至 ���� 年 �� 月為止，閎康科技台灣母公司及大陸子公司總共提出 ��� 件專利申請。其中，已獲核准審定的
「發明專利」為��件、「實用新型」專利為���件，申請地區涵蓋台灣、大陸、日本、美國、及歐洲。
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  (�) 智慧財產相關獎勵辦法

公司針對不同智財類型與申請地區，制定對應的專利與商標
「申請獎金」與「獲權獎金」。此外，專利技術內容經審核
後，若符合公司策略方向或業務拓展需求，即認定為「關鍵
專利」；若具備創新應用潛力、可實質提升產能或帶來營收
貢獻，則認定為「核心專利」。所述之兩類專利因對公司營
運具有重大價值，其獲權獎金將以加乘方式發放，以鼓勵員
工投入高技術價值之智慧財產開發。　　　　　　　　　　
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���� 年至 ���� 年分別提出了 �� 件、 �� 件、�� 件 專利申請
，而先前提申專利獲核准審定者為 �� 件、 ��件 、 �� 件專利
，上述專利申請與核准數之資料範疇涵蓋台灣母公司及
大陸子公司，專利申請、專利核准件數統計如圖 �-�。

閎康科技主要將研發資源集中投入於開發分析測試領域的創
新技術，其所產出之專利，以材料分析 MA 與故障分析 FA 數
量佔比最高。而關於所有專利技術類型的分類統計結果，如
圖 �-� 與表 �-� 所示。
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(�)著作權

隨著半導體及材料產業的快速發展，閎康科技除了提供專業完
整的分析服務外，並由公司內部同仁定期撰寫技術文章刊登；
於 ���� 年第四季正式啟動產學合作計畫後，特別在公司網站的
技術文章專區開設「科技新航道」專欄。    　    

自 ���� 年至 ���� 年 �� 月 止，共有 ��� 篇文章刊登，所涉技術
領域之分布如圖�-�。  　

3.6%
化學分析

26.5%

13.3%
表面分析

18.1%
可靠度測試

13.3%
故障分析

材料分析

25.3%
「科技新航道」

合作專欄
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����.������.��
二維半導體的新戰場：硒氧化鉍電晶體 科技新航道 | 合作專欄

──國立清華大學 電機系｜邱博文 教授

����.������.��
次世代儲能技術：先進鋰硫電池 科技新航道 | 合作專欄

──國立成功大學 鍾昇恆 副教授

����.������.��
矽光子技術促進先進高效能計算 科技新航道 | 合作專欄

──國立陽明交通大學 李佩雯 教授

����.������.��
銅混合接合技術的創新突破：三維積體電路與先進封裝的關鍵技術 科技新航道 | 合作專欄

──國立陽明交通大學 陳冠能 教授

����.������.��
閎康創建功率元件完整性的驗證服務模式 RA 可靠度試驗

──閎康科技技術團隊

����.������.��
探索車用模組的驗證世界 RA 可靠度試驗

──閎康科技技術團隊

����.������.��
秒懂 ���� 年版 AQG ��� 規範亮點 RA 可靠度試驗

──閎康科技技術團隊

����.������.��
矽光子技術：開啟未來高速光通訊的大門 科技新航道 | 合作專欄

──國立陽明交通大學 郭浩中教授

����.������.��
氮化鎵晶片之靜電放電防護技術介紹 科技新航道 | 合作專欄

──國立陽明交通大學 柯明道 教授

����.������.��
AEC-Q��� ���� 版 關鍵變更全解析 RA 可靠度試驗

──閎康科技技術團隊

����.������.��
洞悉微小缺陷，守護卓越品質－空洞不再是難題，
真空回流焊打造高可靠的SMT焊接品質

RA 可靠度試驗

──閎康科技技術團隊

����.������.��
�D IC 封裝：異質接合技術發展及以臨場升溫
原子力顯微鏡輔助製程設計

科技新航道 | 合作專欄

──國立陽明交通大學 陳智 講座教授

����.������.��
節能鐵電氧化鉿鋯於能源領域理論與應用 科技新航道 | 合作專欄

──國立臺灣大學 李敏鴻 教授
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閎康科技是分析檢測領域的國際領導廠
商之一，其提供超過 ��� 項的分析檢測
服務，客戶分布在台灣、中國、美國、
日本、新加坡、馬來西亞、及歐洲等地
區，並且全球也有高達 �� 家知名的通路
商 ， 代 理 銷 售 獨 家 專 利 產 品 K - k i t 。
為了讓客戶有效識別閎康科技於市場上
的分析服務內容及產品，並且清楚表彰
公司的品牌形象，藉以達到行銷推廣目
的，目前閎康科技已在台灣、大陸、日本、
及美國四大地區提出共 � 款商標設計，其
中經核准商標註冊登記者約有 �� 件。所
有註冊的商標依功能及設計目的不同，
已廣泛使用在例如官方網站、社群媒體
、廣告文宣、產品包裝、展會佈置等，
讓消費者得以透過商標清楚認識高品質
的產品及服務來源來自閎康科技，並維
護自身建立多年的良好市場商譽。右表
與下方圖例是目前閎康科技已獲核准商
標註冊登記的概況及商標實際使用範例。
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閎康科技已於 ���� 年導入 TIPS A 級管理制度，透過 TIPS 管理制度的執行，有助於落實標準化
研發作業流程管理，經由執行專利檢索、獎勵制度、教育訓練等措施，引領研發團隊將開發出來
的各項創新分析技術轉化成公司的專利智財資產，提供客戶更高附加價值的智慧策略服務。

目前閎康科技已申請的專利總數超過���篇，在申請數量也逐年快速提升，所展現的強大技術創
新實力。更實質獲政府機關及各主辦單位肯定，並取得產業政策發展相關經費補助。例如國內之
產業升級創新平台輔導計畫、 ���� 年根留臺灣企業加速投資行動方案及 ���� 年智慧機械投資抵
減專案等，閎康科技皆已通過申請、獲得經費補助。其中，根留臺灣企業加速投資行動方案，閎
康科技已成功申請了 � 期，獲得政府補助總經費達新台幣 �� 億元。

此外，閎康科技在大陸地區也因為所展現現有創新技術與智財實力，連續數年成功爭取到包括上
海高新企業認定，以及數個地方型企業獎勵方案補助。也同時獲得「 ���� 年上海專精特新企業」
及「 ���� 年浦東新區企業研發機構」殊榮認定，此對於未來在其它研發專案的經費補助申請
，亦將有極大的幫助。

閎康科技的專業性及創新能力，不僅擁有關鍵核心技術，更是品質與效益兼優的典範企業。其依
循 TIPS 智財管理規範，於產品開發初期經由嚴謹的專利檢索及提案審查，避免投入大量研發資
源在侵權產品的產品開發上。此外，平日對於員工的智財及保密知識教育訓練，以及資訊軟硬體
設備的分級權限管控措施，亦大幅降低機密資料外洩風險，並結合強大的專利智財能量與智財獎
勵制度執行，充分對外展現創新技術實力，也將有助於獲取金融機構及投資人信賴，增加資金調
度、融資或增資之可能性及金額，於未來開拓更寬廣的市場發展機會。
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(�) 實施機密資訊管理制度：
自����年�月起，公司在外部知名律師事務所的輔導下，完成了「機密資訊管理制度」的建置。為確保制度的有效推行，公司已
正式頒布機密資訊管理規範，並成立專責的機密資訊管理組織。自����年�月�日起，該組織被授權全面負責管理、執行與落實
機密資訊管理制度的各項程序，確保公司的重要資訊，包括商業經營策略與技術創新成果，均能獲得妥善保護。此舉將協助公司
進一步保障研發成果與競爭力，並降低因營業秘密外洩而導致的經營風險。

(�) 內部人員管制：
針對公司員工有要求簽訂相關保密協議，針對洩密進行管制，亦針對資料之存取進行嚴格控管，避免資料外洩；於員工離職時會
對離職員工進行面談，針對移交相關規定與保密義務進行嚴格要求，同時清點該離職員工於任職期間接觸之所有檔案、紀錄、設
備，防止因人員異動導致公司營業秘密及客戶機密資訊外洩。

(�) 外部廠商之限制：
閎康科技內部規劃有管制區域，外部廠商到訪時皆有嚴格的管制措施；於研發管理或智慧財產管理委外時，要求合作廠商簽屬的
契約皆有保密約定，極力避免公司內部資訊外流。

(�) 營業秘密教育訓練及內部稽核：
定期針對員工進行教育訓練，強化員工對於保密義務之認知；每年皆會安排內部稽核，確保相關保密措施皆有嚴格執行，落實資
訊防護，避免公司營業秘密及客戶機密資訊外洩。

(�) 資訊安全控管：
閎康科技已建置完善且嚴謹的資訊安全通報與處理機制 (如圖 �-�� 所示)。此外，公司亦以系統化方法量化評估資訊資產可
能面臨之風險，包括資產價值認定、弱點程度及威脅程度等面向，並由「資訊安全管理推動小組」負責審核與控管，確保
資訊安全制度得以確實落實。

閎康科技更通過「ISO����� (資訊安全)」、「ISO����� (IT Security Evaluation)」、「台灣智慧財產管理制度 TIPS A 級驗證」
等多項專業管理系統驗證，且經經貿公會廠內驗證的現場稽核，並定期接受外部稽核認證機構之審核，將客戶資訊存取於獨立伺
服器、獨立網路環境，以避免資訊混淆或人員資訊誤寄。

閎康科技專門提供客戶檢測服務，涉及資訊皆為客戶產品之機密，對此，公司以最嚴格之保密措施、最嚴謹之資訊安全控管，確
保客戶機密資訊無外洩之疑慮，且閎康科技過往亦無任何機密資訊外洩之案例，深獲客戶信賴，因此長期委託閎康科技提供技術
服務。
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智慧財產管理不僅事關保護公司技術、維持公司的競爭力，
更是攸關客戶資料之保全，以確保公司的信用。
閎康科技導入ISO 相關規定及台灣智慧財產管理制度（TIPS），
藉由針對資訊、設備以及內外部人員進行嚴格控管，
防止公司技術資訊外流，並確保客戶機密資訊無外洩之疑慮，
確實保護公司研發之智慧財產、維繫客戶信賴。
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